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1.

프린트 술 미 프린스 학(Imprint) 1990

수에 해도 마 크 나 물Stephen Y. Chou /

낮 생산 가지는리 그래피, (Lithography)

체할수 는 술 근많 연 진행하고 다.

러한 프린트 술 크게열변 경 식/ (Thermal im-

과 경 식 나print technology) (UV Imprint technology)

눌수 다.

프린 술 술Embossing, Roll to Roll

어많 술 고 술 스, Roll toRoll

플 산업 산업 많 고 는 술

다 하지만 다수가 술 한연 에 하. UV Imprinting

고 는상 술 연 는아직 하, Thermal imprinting

지않 상 다.

근에는다양한 야가개 재 다양 가

루어지고 들 경 재가아닌다 재가, UV

는 야는 술 어야하는상 다 또Thermal imprint .

한 술 본 가 고Roll to Roll Rolledmold ,

러한 경우복 한 공 가격 매우Rolled mold

러한공 체할수 는공 술 필 하게

었다.

Fig. 1 Manufacturing Specification of MEMS Process

Fig. 2 Compared Picture of UV and Thermal Imprint

본연 에 는 러한 공 체할수 는Roll to Roll Roll

공 술에 해연 수행하고 안 었 술to Flat ,

사 할수 므 공 가지고 는Flat mold Roll to Roll

단 보 할수 는 술 주 고 다.

식 특징 약하 다 과같다Roll imprint .

도체공 과 사한 식에 필 한진공- (Vacuum)

필 함 고가 생산 비 담 경감

진공 필 없 므 가 하다- .

량생산 가능함 생산 향상 통한원가 감-

하 동생산공 어 동시에 질- In-line system

스트가가능하다.

계2. Roll to Flat Imprinting System

지 지 술과 료들 하여Roll imprinting

식 공 야가 하고 지 술Thermal ,

가능한시스 사양 다 과같 결 하여시스

계에 한연 진행하 다.

Table 1 Specification of Roll to Flat System

사양 만 하 해 시스 과같 계Roll to Flat Fig.3

하여 안 평가하 다 다양한 해 통해시스.

동 안 수행할수 하 고 통해,

실 시스 하 다.

Fig. 3 Designed Roll to Flat System

3. Roll to Flat Imprinting System

계 시스 가공 립공 통해 같Fig.4

하 고 시스 수평도 도 지 한 동사양,

통해취득하 다.

그리고본 시스 공 상Roll to Flat Thermal Imprint

었 므 열 안 보하 해실 동

실험 수행하 다 그결과열 시스 동에미 는.

향 매우 할수 었다.

초미세패턴구조성형을위한 임프린팅시스템개발Roll to Flat
Development of Roll to Flat Imprinting System forMicro/Nano Device Forming
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Description item Specification data

Forming area 300mm×300mm

Forming load capacity 1 tonf

Heating capacity 700℃

Max. forming speed 10m/min
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(a) Roll to Flat Imprinting System

(b) Heating Plate and Roller Units

(c) System integrated controller

Fig. 4 Manufactured Roll to Flat Imprinting System

결4.

본연 통해개 한 도체Roll to Flat Imprinting System

공 갖고 는 비 해결하고 공, Roll to Roll

고가 갖는단 보 할수 는 간 신공 술

후다양한마 크 스 공 에 하여시스

능 상 단계 지향상시킬 다.

후

본연 는한 생산 술연 원에 수행 “D/W

한미 술개 과 통해얻어진연 결과” ,

에 계 여러 들에게감사 말씀 립니다.
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